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【57】申請專利範圍
1.　一種電子封裝件，係包括：一承載結構，係具有複數電性接點；以及一電子元件，係具
有複數導電凸塊，以令該電子元件藉由該導電凸塊結合至該承載結構之該電性接點，其

中，該導電凸塊之最大平面寬度係小於 25微米，且該電性接點或該導電凸塊之其中一者
係形成有複數尖部，以插入至該電性接點或該導電凸塊之另一者中。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之電子封裝件，其中，該電性接點或該導電凸塊之其中一者
係形成有粗糙面，其中，該粗糙面具有複數該尖部。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之電子封裝件，其中，該複數尖部之間係具有高度差。
4.　如申請專利範圍第 3項所述之電子封裝件，其中，該高度差係小於 1.5微米。
5.　如申請專利範圍第 1項所述之電子封裝件，其中，該尖部上形成有表面處理層。
6.　一種電子封裝件之製法，係包括：提供一具有複數電性接點之承載結構及一具有複數導
電凸塊之電子元件，其中，該電性接點或該導電凸塊之其中一者係形成有複數尖部，且

該導電凸塊之最大平面寬度係小於 25微米；以及將該電子元件藉由該導電凸塊結合該承
載結構之該電性接點，以令該電性接點或該導電凸塊之其中一者之該尖部插入該電性接

點或該導電凸塊之另一者中。

7.　如申請專利範圍第 6項所述之電子封裝件之製法，其中，該電性接點或該導電凸塊之其
中一者係形成有粗糙面，其中，該粗糙面具有複數該尖部。

8.　如申請專利範圍第 6項所述之電子封裝件之製法，其中，該複數尖部之間係具有高度
差。

9.　如申請專利範圍第 8項所述之電子封裝件之製法，其中，該高度差係小於 1.5微米。
10.   如申請專利範圍第 6項所述之電子封裝件之製法，復包括形成表面處理層於該尖部上。
圖式簡單說明

第 1A至 1B圖係為習知覆晶式封裝結構之製法的剖視示意圖。
第 2A至 2C圖係為本發明之電子封裝件之製法之剖視示意圖。
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第 2A’圖係為第 2A圖之局部放大剖視圖。
第 2B’圖係為第 2B圖之局部放大剖視圖。
第 2C’圖係為第 2C圖之局部放大剖視圖。
第 3A及 3B圖係為第 2A圖之承載結構之不同實施例之局部放大剖視圖。
第 4A及 4B圖係為第 2A圖之電子元件之不同實施例之局部放大剖視圖。
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